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Infrapec fady LT-962 s vyrazné roz8ifenym pajecim prostorem pro PCB od velikosti

235 x 180 mm do 600 x 400 mm (typ LT-962 ma péjeci prostor pouze 320 x 300 mm)

a pifkonem iR zaficl od 800 do 1900W. Dvitka pece jsou osazena dvéma sklenénymi
okénky (dvoijité izola&ni sklo) pro kontrolu pajeciho procesu. Cely proces pietaveni IR
zdarenim je fizen i nastavovan digitalné dle zvolené pracovni kfivky, zobrazené na plné
grafickém LCD displeji. IR zafeni slouzi k zahfati a pretaveni pajeci slitiny za ucelem
vytvofeni pajenych spoji. Nanesenim péjeci pasty a soutastek na PCB se pajené spoje
vytvoii zahfatim sestavy vlivem tepelné energie zafeni, dopadajici na bod péjeni a jeho
okoli. Teplota musi dosahnout bodu taveni pajeci smési.

Technologie pajeni v peci je obecné pouzitelnou pro SMT a osazovani-letovani SMD
soucastek. Vhodnym zafizenim pro takové letovani je tzv. pribé&zna pec neboli tunelova
pec. Tyto pece maji nékolik teplotnich pasem pfes ktera je pasovym zasobnikem
dopravovana deska plosnych spoji. Rychlosti pohybu desky pfes jednotlivé teplotni zény
je déna délka setrvani DPS v teplotnich pasmech a je zaji§tén potfebny teplotni pribéh
péjeni véetné pfedepsaného dochlazeni na konci procesu, které je realizovano ventilatory.
Takovéto pece jsou oviem velmi velké, zbyte&né robustni a jejich obsluha muze byt
komplikovangjsi; jsou samoziejmé vhodnéjsi pro osazovani velkého mnozstvi PCB.

Pec LT-963 neni priib&Znou peci a k pohybu desky uvnitf pece tedy nedochazi; odpada
nutnost vyhfivat nékolik z6n a také nutnost manipulace s deskou pomoci dopravniku.

O pfesné €asovani a dodrZeni teplot se staraji IR zéafice - kfemenné €lanky s odporovym
dratem uvniti a ventilatory nad ploSnymi spoji spolu se senzory teploty a procesorovou
fidici jednotkou. Tak je mozné bez pohybu desky zajistit dodrZeni teplotni obélky b&hem
celého procesu letovani véetné dochlazeni.

Podle pouzité pajeci slitiny nastavite letovaci kfivku a procesorovy systém bude
automaticky fidit cely proces. K ohfevu vyuZiva IR zafeni popfipadé kombinaci

s horkovzdu$nym proudénim. K realizaci ochlazovaci faze slouzi ventilatory. Podle
pouzité pajeci slitiny nastavite letovaci kfivku a procesorovy systém bude automaticky
fidit cely proces. K ohfevu vyuzivé IR zéafeni popfipadé kombinaci s horkovzdusnym
proudénim. K realizaci ochlazovaci faze slouzi ventilatory.

FILOZOFIE PAJENi PRETAVENIM
A FYZIKALNi VLASTNOSTI PAJECICH SLITIN

Teplotni krivka a jeji vyznam

Pro letovani desek SMT nastavujte priibéh teplotni kfivky podle pouzité pajeci slitiny nebo
dle uZité cinové péjeci pasty. Proces pfetaveni ma obvykle pét teplotnich segmentu. Cas
kazdé casti procesu stejné jako teplota v kazdém intervalu mize byt nastavena dle typu
PCB. V8ech pét fazi je nasledné popséno.

Infrapec typu T-962A umozriuje nastaveni pajeci kfivky rozdélenou do libovolného poctu
segmentu diky grafické metodé tvorby pajeciho programu. Pro kazdy &as je definovana
libovolna teplota a fidici systém pece spina infraervena topna télesa nebo chladici
ventilator podle aktualni teplotni tendence tak, aby v pfi b&hu programu odpovidal pribéh
teplot v aktivni zéné pece nakreslenému pribéhu.
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Infradervena bezolovnata mini reflow pec LT-962

Mate moznost zvolit si ze $esti pfednastavenych program( navrzenych pro nejcastéji
pouzivané péjeci slitiny. Navic si miiZete definovat dvé viastni pajeci charakteristiky

zcela dle svych potfeb. UZivatelské kfivky budou uloZeny v paméti systému a kdykoli je
muzete vyvolat pod programem Wave7 a Wave8 o ¢emZ pojednéava navod k obsluze nize.
Rovnéz je mozné je kdykoli snadno modifikovat.

Prednastavené programy jsou navrzeny tak, aby teplotni charakteristiky definovaly ve
svém prib&hu jednotlivé nize popsané faze a to bud ve viech péti Casovych segmentech
nebo s vypusténim posledni faze ochlazeni. Pokud si budete definovat vlastni teplotni
priib&h, doporu€ujeme pfi ndvrhu respektovat nize popsané Casove segmenty pro
korektni proces pietaveni pajeci smési a zajisténi optimalnich pevnostnich a vodivostnich
parametrt slitiny po ukon&eni sekvence.

1. Vyznam faze predehfivani

V této fazi dojde k predehiati desky plosnych spojl z pokojové teploty na 120~150°C.
Dojde k nataveni vech tavidel a flux pasty, vyuZivanych k ochrané pajecich slitin pfed
oxidaci v nasledujicich fazich. Po predehiéati taktéZ dojde k uvolnéni vnitfnich pnuti PCB
a uvolnéni viech eventualnich rezidualnich plynt z desky. Délka tohoto Easového useku
se zpravidla nastavuje mezi 1 - 5 minutami, dle rozmértl desky a poctu soucastek.

2. Vyznam faze nahfivani

Tato &4st procesu je pfipravou pro samotné letovani. Dochazi k aktivaci flux past (tavidel),
které zabrariuji oxidaci letovanych mist a navic aktivné odstrariuji oxidy z p&jivych plosek
a pfipravuiji je tak k nésleduijici fazi. Teplota této sekce musi byt nastavena podle pouZité
pajeci slitiny; olov&né pajky maji zpravidla niz8i bod téani, takZe nastavujeme niZsi teploty
neZ u bezolovnatych smési. Teplota musi byt nastavena vzdy niz$i, nez je bod tani
letovaci smési a to 0 cca 10°C méné. Pro nizkoteplotné tavitelné pajky nastavujeme
teplotu v rozmezi 150°C-180°C, pro stfedni pasmo tavitelnosti 180°C-220°C a pro
vysokoteplotné tavitelné pajky 220°C-250°C.

3. Vyznam faze pajeni

V této fazi dojde k samotnému letovani, tedy pfetaveni péjeci slitiny. Teplota béhem

této procedury bude nejvys$si ze vSech péti Easti procesu. Letované komponenty jsou
vystaveny nejv&tsimu stresu a proto musi byt délka této féze i teplota spravné zvoleny,
aby nedoslo k jejich poskozeni. Teplotu nastavujte o 30°C, maximainé o 50°C vysSi nez
je teplota tani pajeci slitiny. Vétsina b&zné pouzivanych bezolovnatych péjecich smési se
fadi mezi vysokoteplotné tavitelné a je tedy nutné nastavovat teplotu v rozmezi 240°C -
270°C dle typu slitiny.

Nastaveni &asu potfebného pro spolehlivé pietaveni a pfiletovani zavisi na velikosti
desky. U malych plonych spojui postaéi 10 - 30 sekund. Velké s mnoha soucastkami
vyZzaduji 8as mnohem del$i. Nastaveni pfili§ dlouhého &asu mize ovéem poskodit
soucéastky...

JelikoZ jsou PCB i sougastky nahrany na pomérmné vysokou teplotu z pfedchazejici
faze procesu, dojde k pretaveni pajky velice rychle. Béhem doby, kdy je letovaci slitina



v tekuté fazi (teploty nad bodem tani), je cely proces ohroZen eventualnimi otfesy, nebot
soucastky ,plavou” na tekuté péjeci smési. Otfesy nebo nekvalitni pajka obsahujici
plynové komrky popfipadé nekvalitni flux pasta mGZou zpisobit vychyleni osazenych
souc&astek z jejich plvodni polohy.

4. Faze pozvolného ochlazeni

Paklize by po fazi pretaveni teplota prudce klesala, nedojde pfi pfechodu péjky z tekuté
do tuhé faze k pravidelné krystalizaci, coz povede k degradovani mechanicky viastnosti
jako je pevnost spoju stejné tak jako ke zhor$eni elektrickych vlastnosti jako je vodivost.
Osazené deska pak nemé ocekévané pevnostni parametry a pii vystaveni mechanickym
pnutim se letované spoje rozpadaijl. Pro vytvoreni pravidelné krystalové mfizky musi byt
zajidténo pozvolné chladnuti taveniny. K tomuto tcelu slouzi faze pozvolného ochlazeni.
Teplotu této faze volte o 10°C -20°C nizZe, nez je dob tani pajeci slitiny. Po dosazeni této
teploty pomoci pfirozeného chlazeni se spusti posledni faze - ochlazeni.

5. Faze ochlazeni

Po dokoné&eni rekrystalizace péjeci slitiny na letovanych spojich je proces fakticky

u konce, zbyva ochlazeni desky a komponent na bezpe&nou teplotu, aby mohl byt produkt
vytaZen z pece. Ochlazeni zprostfedkovava vzduch nasavany z okoli ventilatorem skrze
vnitini prostor pece. K vypnuti ventilatoru dojde automaticky pfi teploté dle nastaveni

v posledni €asti procesu. Pokud si piejete ukonéit proces chlazeni dfive, bude to mozné
az pri dosazeni minimainé 150°C. V tom pfipadé vSak dbejte na bezpeénost pii operaci

s osazenou deskoul!

Nastaveni viastni parametri teplotni kiivky mizZete provést dle nasledujicich tabulek.
Druha tabulka nastifiuje viastnosti pajecich smési a nabizi volbu alternativnich pajek
zejména pro osazovani aplikaci, které jsou citlivé napfiklad na vysoké teplotni zatizeni
nebo je vyZzadovana vy$si mechanicka pevnost spojl.

¢ fedeh. neh¥. |pdjeni| pozvol.|ochl.
typ pédjeci smési sloZent p‘C/lmin 'C/lmin)'g/:%JOs P c °

[Low-temperature ,leaded Sn43-Pb43-Bil4 |100-120 |130-150 [200-210 170 150
ILead-free low temperature  |Sn42-Bi58 100-120 |120-130 |180-200 150 150
[Lead-free low temperature  |Sn48-In52 100-120 |120-130 |180-200 150 150
Lead, mid- temperature Sn63-Pb37 130-150 [170-180 [230-240 180 150
Lead, mid- temperature Sn60-Pb40 130-150 [170-180 [230-240 180 150
Lead, mid- temperature Sn62-Pb46-Ag2  |130-150 [170-180 230-240 180 150
[Lead-free, mid- temperature |Sn96.5-Ag3.5 130-150 [180-190 [240-250 240 150
Lead-free, mid-temperature |Sn87-Ag3-Cu3-In7130-150 [180-190 240-250 240 150
[Lead-free, mid-temperature |Sn91-Zn9 130-150 [180-190 [240-250 230 150
Lead-free mid-temperature Sn93.4-Ag3. 130,150 [180-190 50260 | 240 | 150
ILead-free mid-temperature  Sn99.3-Cu0.7 130-150 [180-190 [270-280 260 150
[Lead-free high temperature  |Sn94-Ag3-Cu3 130-150 |190-220 [240-250 240 150
[Lead-free high temperature [Sn97-Cu3 130-150 |190-220 [270-280 250 150
ILead-free high temperature |Sn95-Sd5 130-150 |190-220 [270-280 250 150

Bé&zné nastaveni parametri pajeni po rizné druhy slitin (neni zohlednéna velikost desky...)
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Infraéervena bezolovnata mini reflow pec LT-962

A— bod | fyzikdlnt
tdnd vlastnosti | yogi .
[Push : | vos
Sn [Pb |Ag Lb Bi [In [Au (Cu Zn I‘(".‘C‘“)d“s Strengtht::’?ﬁ/’"; r:%dét; .
(MPa) °
63 B7 183 61 15 166|110
60 110 183 60 15 166 |10
1090 299 41 WS 127 |82
5 ps 312 30 146 120 [.8
62 B6 | 2 179 64 39 165 113
1 97525 309 3150 bs  h2
96.5 3.5 221 45 5s 13 [13.4
97.5 | 2.5 304 30 |52 o0 88
05 5 245 40 P8 133|119
43 W3 14 163 55 |57 14 8.0
42 58 138 77_P030 [193 5.0
48 52 117 1183 g 1.7
i5 |3 80 157 1758 5 13.0
20 80 280 28 L s s
96.5 3.5 221 20 13 40 [14.0
7 3 7 3 221 45 60 14 90
o1 9| 199
05.4 3.1 L5 217
99.3 0.7 27
o5 5 240

Typické viastnosti pajecich slitin

UVEDENI PRISTROJE DO PROVOZU, POUZIVANI

Zapnuti péajeci pece provedte piepnutim ¢erveného kolébkového vypinace na pfednim
panelu. Podsviti se LCD a bude zobrazen népis ,INFRARED IC HEATER®. Pro vstup do
hlavniho menu stisknéte stfedové tlacitko ,S“. Pokud je menu zobrazeno &inskymi znaky,
stisknéte F4 pro prepnuti do anglického zobrazeni.

Vyznam tlagitek v hlavnim menu:
[F1] - spusténi pretavovaciho programu dle zvolené teplotni kfivky

po stisku se okamzité spusti pretavovaci procedura. Pokud nebyla zvolena konkrétni
teplotni kiivka, spusti se podle charakteristiky Wave1, tedy vZdy prvni kiivky z osmi
definovanych. Na LCD bude graficky vykreslena kfivka, podle niz bude proces fizen,
aktudlni zmeéfena teplota a &as od spusténi programu. Na svislé ose grafu je teplota ve
stupnich celsia a na vodorovné ¢as v minutach. Systém bude automaticky spinat topné



a chladici prvky tak, aby dosahl stanoveného teplotniho priib&hu. Reéiné hodnoty teploty
dosaZené v prib&hu &asu budou postupné zobrazovany v grafu jako kfiZky. Program se
d4 kdykoli pfedasné ukongit pfidrzenim tlagitka [S] - pozor ale na ukonéeni programu pfi
vysokych teplotach uvniti pece; v tom pfipadé prejdéte okamzité do manudiniho rezimu

a spustte chlazeni viz. odstavec niZe.

[F2] - spusténi manuélniho rezimu fizeni procesu pfetaveni

po stisku se zobrazi grafické zobrazeni asového priib&hu teploty; na svislé ose je teplota
ve stupnich celsia a na vodorovné ¢as v desitkach sekund. Dokud nestisknete Zadné
tlagitko, nebude v aktivnim prostoru pece dochézet k 2adnym zménam teplotnich poméri.
Stiskem a pfidrzenim [F1] spustite chladici ventilator; jeho chod je indikovan rozsvicenim
zelené kontrolky Fan na Zelnim panelu a animovavou ikonkou v pravém hornim rohu LCD.
Opétovnym podrZzenim [F1] ventilator zastavite. Zcela stejné jsou oviadany i infraervené
trubice a to tlagitkem [F2]. Zhaveni trubic je indikovano rozsvicenim kontrolky Lamp

a animovanou ikonkou. Rust a pokles teplot b&hem ru¢né fizeného procesu je
vykreslovan do grafu v zavislosti na ¢ase. Aktualni naméfena teplota v aktivnim prostoru
pece je zobrazovana na LCD stejné& jako &as uplynuly od spusténi manuélniho fizent.
Pfidrzenim tla&itka [S] zastavite rezim manudlniho fizeni a vratite se zpét do zakladniho
menu. Pfed ukonéenim fizeni vak doporuéujeme ruéni ochlazeni vnittku pece spusténim
ventilatoru a kontrolou teploty uvnitf pece.

[F3] - vybér teplotniho profilu — pajeci kfivky

stiskem se dostanete do menu vybéru péjeci kiivky. Zobrazi se kfivka s &islem jedna
pojmenovana jako Wave1. Listovani mezi 8 dostupnymi teplotnimi profily se provadi
stiskem [F1] a [F2]. Ke kaZdé teplotni kfivce je k dispozici informace o jejim primarnim
ur&eni, dob& péjeni, pajeci teplot& a celkovém &ase pietaveni. Tato informace se
zobrazi po stisku [F3]. Op&tovnym stiskem [F3] se vratite zpét na vybeér profilu. Stiskem
a pfidrzenim [F4] potvrdite volbu zobrazené kfivky a systém si volbu uloZi; nasledné
spusténi v automatickém reZimu pomoci [F1] se bude Fidit takto zvolenym profilem. Po
vypnuti a opétovném zapnuti pece bude nutné provést znovu vybeér teplotniho pribé&hu.

F4 - zména jazyka menu: Angligtina-Cinstina

Nastaveni viastniho teplotniho priibéhu

Stiskem [F3] vstupte do menu vybéru teplotniho profilu, nalistujte jeden ze dvou
uZivatelsky editovatelnych profili 7 nebo 8 (Wave7, Wave8). Stiskem [S] spustite rezim
editovani kiivky. Tlagitka [F1] a [F2] posouvaji kurzor po ¢asové ose a tlacitka [F3]

a [F4] méni zadani teploty pro €as, na kterém stoji kurzor. Takto miZete predefinovat
celou kfivku od po&atku do konce. Po skongeni editace ji stiskem [S] uloZte do paméti.
Vypnutim pfistroje nedojde ke smazani ulozené kfivky, ta zlstane trvale zapsana v paméti
pod patficnym &islem.
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Infra¢ervena bezolovnata mini reflow pec LT-962

SPECIFIKACE

TYP 961, 962

Vykon 800 W

Pocet topnych téles 2

Ohrev IR - keramické trubice
Faze teplotni kffivky predehfev, ohfev, pajeni, tepelna konzervace, chlazeni
Péjeni az 300°C

Velikost prizoru 160 x 30 mm

Péjeci plocha 235-180-26 mm
Napéjeci napéti 230V/50Hz

Vaha baleni (kg): 7.4kg

BEZPECNOSTNIi POKYNY

ANTE A A

Pozor! Elektrické zafizeni, zdr01 tepla. Pfi praci vétrejte!

A\ A

Zvlasté za nizkych teplot hrozi oroseni uvnitf pfistroje pfi transportu do vytopené
mistnosti! Vyckejte do vyrovnani teploty pfistroje pfed zapnutim do sité!

1)

Pristroj je uréen pro pouziti ve vnitfnich suchych prostorach.

PAED OPUSTENIM
PRACOVISTE VYPNI ZARIZENI

Pfi del$im nepouzivani vypnéte pfistroj vypinatem na zadni strané pfistroje, nenechavejte
zapnuty pfistroj bez dozoru.

Nepouzivejte vadny pfistroj, odpojte jej od sité, zajistéte servis.



OPRAVY A UDRZBA

Pristroj pfi dodrzeni vy$e uvedeného nepotrebuje Zaddnou udrzbu.

Na cisténi povrchu pouzivejte suchy hadfik, pfipadné sprej s pfipravkem na ¢isténi
doméci elektroniky. Nepouzivejte rozpoustédia!

V piipadé zavady nevéhejte kontaktovat nasi technickou podporu.



